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Kontrola navrZzené desky na mozné problémy s jeji vyrobou, zhotoveni dokumentace pro
osazovani a opravy DPS

Milan Klauz / CADware s.r.o.

NavrZzena deska nemusi byt jeSté dobra z pohledu vyroby desky, i kdyZ vyhovuje vdem
kontroldm navrhového systému DPS, protoZe navrhova pravidla pouZita pfi ndvrhu desky jsou pravidla
navrhare, nikoliv vyrobce desky. Zatimco neni problém navrhnout uréité Sitky spoju a jejich mezery
nebo rozméry otvord, otazkou je, jestli je mize vyrobce desky dodrzet. Problém pfi vyrobé desky
zpUsobuiji ale i véci technologického razu, o kterych navrhar desky nemusi mit ani ponéti, napf.
podleptani spoje v ur€itych mistech, nebo ostré vyénélky médénych ploch, atd. DalSi problémy jsou
zpUsobeny prosté jenom tim, Ze pfi navrhu desky nejsou vidét, jako napf. nedostatec¢né provedené
termalni odleh&eni na napajecich vrstvach desky. A tak se stava, Ze navrzena deska, ktera projde bez
problému kontrolou DRC (Design Rule Checker), nemusi byt jesté vyhovujici pro vyrobu i jeji pouZziti.

VétSina navrhara desek neprovadi zadné kontroly desky s ohledem na jeji vyrobu. Tato kontrola tak
zUstava na dobré vili a znalosti vyrobce desek .

Opomineme-li bézné problémy spojené s nevhodnymi Sitkami spojll a jejich izolaénich mezer, potom
dalSimi, méné zfejmymi problémy jsou napf. Acid trap (mista, kde mlZze dojit k podleptani spoje),
Copper slivers (malé a ostré vy¢nélky meédi, které se mohou v pribéhu prace s deskou utrhnout),
Mask slivers (velmi ziZend ¢ast nepdjivé masky, kterd ztraci sv(j smysl), Solder Bridge
(nedostatec¢né ochranéna mista proti zkratu pfi pajeni), Starved Thermals (nedostate¢né provedeni
termalnich odlehéeni). CAM programy, jako jsou napf. CAM350 nebo Vsure umi tyto problémy najit.
Béhem prednasky bude provedena praktick& ukazka.

Podklady pro osazovani desek plosnych spoju jsou ve vétsiné pfipadd zhotoveny
zpracovanim dat z raznych zdroju, jako jsou napf. DXF vykresy, Gerber data, Excel tabulky, atd. Tato
data nejsou navzajem provazana, ani nemaji Zadnou pfimou navaznost na data v navrhovém systému
DPS. Tak se snhadno stane, Ze potfebna dokumentace je mnohdy chybné a/nebo nelplna. Navic se
ani nemudZe automaticky aktualizovat podle dodateénych zmén v navrhu desky.

Tyto nevyhody ve vytvareni potfebné dokumentace odstrariuje program BluePrint, ktery si ¢te vSechna
potfebna data pfimo z navrhového systému, napf. PADS, Expedition, PCAD, Allegro, Orcad, atd.
PFimym nactenim desky se garantuje aktualnost a Uplnost daji desky v dokumentaci. Data takto
shromazdénd pouziva program pro automatické zhotoveni pozadovanych ¢asti dokumentace, jako
jsou napf. osazovaci vykresy desky se sou¢astkami v€etné variant osazeni a potfebnych vypis(
materialu, atd.

Program méa neomezeny pocet oken s nahledem na tu samou desku a jeji data, pfi¢emz kazdy nahled
muze byt nastaven individuelné podle potfeby. Tak je mozné vidét najednou detailni pohled na ¢ast
spodni strany, celkovy pohled na spodni stranu, nékolik detailt horni strany. Jednotlivé sou¢astky jsou
ve vypisu materidlu i na osazovacich vykresech barevné rozliSeny podle postupl pfi montazi.
Program umoznuje nadteni i externich soubort rliznych formatd, které doplnuji a usnadnuji vytvoreni
dokumentace, napf. PDF, Gerber data, DXF, XML, ODB++, obrazky rliznych formata. Do
dokumentace je mozné vloZit i potfebny audio i video zadznam, text a grafiku z jinych aplikaci. DaleZité
je to, Ze dodate¢na zména navrzené desky se po opétovném nacteni do programu BluePrint
automaticky promitne do jiz zpracované dokumentace.

Pfednaska bude doplnéna o praktické pfedvedeni tohoto programu.

Programy CAM350 a BluePrint dodava v CR a SR firma CADware s.r.o. (www.cadware.cz)



Davkovani dvoukomponentnich latek

Ing.Ji Fi Popelinsky, THONAUER spol.s r.o.

Dvoukomponentni latky jako polyuretan, epoxy apod. se pouZivaji v elektrotechnické
vyrobé jako zalévaci pryskyfice napf. pfi vyrobé transformatord, senzora, pfi nanaseni
tésnéni v elektrickych boxech a dvefich rozvadécu.

Cely systém se sklada
-z transferu obou slozek ve zvoleném poméru k michaci hlavé
-z michani slozek
-z polohovaciho nanéseciho systému

Transfer slozek materialu materialu

Systémy pro pevny pom ér slozek

Nejjednodussi systémy s fixnim pomérem sloZek Ize navrhnout pomoci pneumatického
vélce, ktery vytlaCuje jednotlivé slozky z kartusi do davkovaciho ventilu. Pomér objemu
sloZek Ize navrhnout pouze v poméru dodavanych velikosti kartusi.

Presna zubova cerpadla

Systémy zubovych Eerpadel, pohanénych krokovymi motory,
umoznuji nastavenim vstupni rychlosti ota¢eni motoru
dokonalou kontrolu toku materialu. Systémy Ize pouZit pro
proménny pomeér sloZzek do poméru 1:10. Tento systém je
vhodny pro aplikace s velkym objemem, pfi kterych hraje
rozhodujici tlohu rychlost, nebo tam, kde material musi pomalu
vtékat do dutiny, pfiéemz se do materialu nesmi dostat vzduch.

Pisty a davkovaci valce

Pistové systémy umoznuji pfesné davkovani materialu
s vysokou viskozitou do 500.000 cps.

%t‘ ' Tento systém je idealni pro materidly s vysokou viskositou a pro
N abrazivni materialy. Z mé&rné komory je material vytlacovan
5 pomoci zasouvani nerezoveé tyce. K opotiebeni komory
nedochazi, ty¢ neni ve styku se sténami. Systém umoznuje
— davkovat v jednom kroku max. 60 ccm. Poté zpétnym pohybem
J, ' ty&i dochazi k opétnému naplnéni komory materialem. Tyce
mohou byt pohanény pneumaticky nebo pomoci servomotoru a
umoznuji davkovat proménny pomeér slozek do poméru 1:10.
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Michani slozek

Statické michani
protlacovani slozek v
navoleném poméru statickym mixerem

Staticko-dynamické michani
staticky mixer se Sroubovici
poh&nénou servomotorem

Dynamické michani
hlava s rotacnim mixerem

Polohovaci nanaseci systémy

- XYZ polohovaci automat
- Polohovaci 6-osy robot (Kuka, ABB, ...)

Kontaktni adresa:

THONAUER spol.s r.o.
Cacovicka 47, 614 00 Brno
Tel.: 00420 545243454,
Fax.: 00420 545243408
email: info@thonauer.cz,
web: www.thonauer.cz




The Intelligent Solutions Company
www.quiptech.com WWW.parmi.com

Ing. Peter Lacko
placko@quiptech.com
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Automaticka inSpekcia pasty ako zaruka kvality

Ing. Peter Lacko, obchodny manaZér, Quiptech International Ltd.

PreCo kazda SMT linka potrebuje automaticku inSpekciu pasty? To je otazka, na ktora da
odpoved preskumanie pri¢in defektov v procese osadzovania dosiek ploSnych spojov a
pochopenie moZnosti ich odhalenia v priebehu vyrobného procesu dostupnymi prostriedkami.
Vychadzajme zo Statistiky charakteru poruch, ktora bola vykonand zozbieranim dat vo
vyrobnom zavode v stabilnej masovej vyrobe, ¢o je zékladnym predpokladom pravdivého
vysledku. Nasledujuci graf zobrazuje percentudlny pomer jednotlivych typov pordch a
zasadnym podielom az 64% sa na vyslednej chybovosti podieflaju defekty z nanaSania pasty
(sito tisk). V pripade diskrétneho typu vyroby je podiel poruch sito tisku eSte vySSi. Skraty
byvaju najjednoduchsSie na odhalenie najma v pripade, Ze testy funkénosti maju plné pokrytie.
Chybajuci spoj byva zloZitejSi na odhalenie. Nedostatoéné mnozZstvo pasty je zasadnym
problémom a je tazko odhalitelné, kedZe samotny spoj existuje. Zivotnost je ale zasadne
ovplyvnena.

Misplaced Part

16% ‘! Other Defects
(36%)

Polarity
Solder Paste Defects

2%
0,
Wrong Part (64%)
40
a Bridges
Lifted Leads
26%
o N
Missing Part /
9% i __ =

Opens
Msc
Solder Insufficient 14%
4% 20%

Graf rozdelenia typov chyb vo vyrobnom procese

Tento pomer jednoznacne ukazuje objem chyb ktoré vzniknld na zaciatku procesu a pri
preskimani moznosti odhalenia tychto chyb v procese, kde nie je aplikovana automaticka
inSpekcia pasty zistime, Zze prvym automatickym inSpekénym systémom byva automaticka
opticka inSpekcia (AOI). Ta je vSak umiestnena aZ za procesom osadzovania komponentov
alebo za procesom pretavovania pasty, €o znamena na konci osadzovacieho procesu — prilis
neskord reakcia. AOI pochopitelne odhali mnozstvo chyb ale mnoho z nich je pre opticku
inSpekciu aplikovanu po osadeni komponentu “neviditelnych” ako napriklad kontrola spojov



na BGA komponentoch. Ak berieme do Gvahy su€asny trend pouZivania bezolovnatej pajky,
musime spomenut aj vSeobecny problém s inSpekciou kvality zapajkovanych spojov.
Zaroven sa dostavame do situacie kedy chyba v procese sice méze byt odhalena na AOQlI,
ale vyrobna linka je v masovej produkcii vytazena a teda plna potencionalnych nepodarkov.
Z finanéného pohladu je jednoznacné, Ze pri pokracovani osadzovania na doske ktorad ma
chybu narastéa pri kazdom osadzovacom procese cena tohoto produktu a mnohokrat aj cena
opravy. V mnohych pripadoch je naslednym osadzovacim procesom odstranenie chyb
stazené az znemoZnené a oprava sa zasadne predrazuje, nehovoriac o Srotovani
nepodarkov. Dostavame sa do situacie kedy relativne lacny zasah do procesu alebo oprava
nepodarku nie je uskutoénend z dovodu chybajlicej kontroly a nasledne je objavena az na
konci vyrobného procesu ak vbébec. Off-line inSpekcia je v tomto pripade nepostacujica, lebo
byva neaplikovatelna na dostatocnej populacii vyrobkov.
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Ako teda poméha spravna Automaticka inSpekcia pasty?

Stav procesu je zobrazovany v aktualnom ¢ase. InSpekcia ma vysoku aroven déveryhodnosti
to znamenda nulové plané poplachy a uniky chyb. Tento predpoklad zabezpeci minimalne
dodato¢né zatazenie operatorov pri kvalitnej vyrobe. Prijemné uZivatelské prostredie
zabezpedi rychle zorientovanie v situacii a jej spravne vyhodnotenie na zlepSenie kvality
procesu. Zasadnym poZiadavkom je aj moznost spatného vyhodnocovania dat za fubovolny
Casovy Usek, kedZe nie vSetky trendy a odchylky procesu je mozné odsledovat v ramci
obmedzeného €asu, napriklad jednej smeny.

Moderné systémy automatickej inSpekcie pasty ponukajli nadStandardné moznosti zdielania
a kontroly dat v prostredi podnikovej siete (ale aj externe) a dostdvame sa tak na uroven,
kedy zodpovedni inZinieri su schopni zjedného pristupového bodu, napriklad pocitaca
v kancelarii, kontrolovat detailne vSetky merané data, vyhodnocovat trendy a ukazovatele
procesu a nasledne vykonat efektivny zasah v pripade potreby.




VSetky data su ukladané do databazy pre kazdy stroj: vySka pasty, plocha, objem, ofset,
zmrstovanie DPS, prehnutie DPS. Rovnako su ukladané aj vysledky inSpekcie a su spojené
s linkou, produktom, operatorom na smene pre dalSie moznosti analyzy.
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Zhrnutie aktivit vykonavanych pomocou Statistickej kontroly procesu

- Kontrola dosiek ploSnych spojov a sita na nanaSanie pasty

Kontrola variacii rozmerov DPS, prehnutia a kvality nepajivé masky. Informovanie
dodavatelov pri vyskyte nestability a zamedzenie vkladania prehnutych dosiek do
osadzovacich automatov. Kontrola spravnosti navrhu sita na nanaSanie pasty a efekt Gprav
designu. V pripade masovej vyroby obojstrannych DPS je mozné zohladnit zmeny rozmerov
DPS z dbévodu teplotnych rozdielov.

- Kontrola kondicie pasty

UdrZiavajte pastu v chlade 5C aZ 10<C. Po vybrati temperujte pri izbovej teplote mixovanim
5 aZz 10 minat pri 1000 ota¢kach. Na konci vyroby odstrante v3etku pastu zo sita a stierok.
Zakladnymi parametrami pasty su viskozita, prilnavost, velkost zrna, lepivost, material
Zliatiny a flux.

- Nastavenie sito tiskového stroja

Vyber vhodného podporného systému. Kontrola kondicie stroja, definovanie potreby
rekalibracie a udrzby. Nastavenie spravneho poctu Cistiacich cyklov na stroj a na produkt.
Nastavenie Specifickych parametrov pre kazdy produkt a Sablonu, reakcia na opotrebovanie
Sablony. Rychla reakcia na odhalené defekty.



- Analyza po osadzovacom procese
V pripade odhalenia defektov, ktoré unikli inSpekcii pasty, je potrebné sprisnit limity
inSpekcie a nastavit vhodné procesné indikatory.

Nasledna pripadova Stadia sa zaklada na aktivitach vykonanych v zavode na vyrobu
mobilnych telefénov.

- Na kazdu zo 40tich liniek bola aplikovana SPI HS60L za kazdy sito tisk (DEK, MPM)
- 3 mesiace spoluprace : nastavovanie tolerancii, nastavenie zberu dat (Remote
Monitoring Control), nastavenie sito tisku, analyza dat po pretaveni

ZlepSenie Yieldu sito tisku z 70 ~ 85% na 95 ~ 100%.

ZlepSenie Produktového Yieldu na asi 1000 PPM a zmena cielu na niekolko stoviek.
USetrenie pracovnych sil z 20 technikov na 5 technikov.

USetrenie pracovnych povinnosti na vyrobnej linke vdaka Vzdialeného pristupu - Remote
Monitoring Control. USetrenie ¢asu straveného nastavovanim sito tisku, AOI sa stalo nudnym
strojom. Jediny inZinier je schopny kontrolovat vSetky linky vzdialenym pristupom a
koordinovat zasahy technikov. Nie je potrebné alokovat operatora na obsluhu SPI. Na jednu
osadzovaciu linku je postacujuci 1,5 operatora.

To st dévody prec¢o kazda linka potrebuje automaticku inSpekciu pasty!
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Doprovodné vyrobni procesy osazenych DPS
(D. Stricek, PBT Roznov p.R., s.r.o.)

Vyroba elektroniky a elektronickych sestav md v nasi zemi dlouholetou fradici.
S ubihajicim Casem se vyvijeji jednotlivé vyrobni operace a postupy. V soucasnosti je
jiz prevazujici a dobfe zndmym sledem krokd zmapovdna vyroba elektronickych
sestav metodou povrchové montdze na desky plosnych spojd (SMT). Neni pofieba
prilis rozebirat jednotlivé operace. Kazdy, kdo se v této oblasti pohybuje, se uz jisté
setkal s nandsenim pasty na Cistou desku plosnych spojd (DPS), jejim presunem do
osazovaciho automatu, kde jsou poté polozeny souCdstky. Pak ndsleduje pretaveni
pasty v peci Ci jiném zarfizeni. Zde by se mohlo fici, Zze vyroba DPS je ukoncena
(popripadé probihaji podobné kroky s vyvodovymi soucdastkami). Diky zvysujicim se
ndrokdm na kvalitu se vsak stdle Castéji pokracuje rdznymi testovacimi metodami,
které maji zabrdnit poufZiti nefunkénich nebo nekvalitnich DPS do hotovych vyrobkd.
Jednd se napriklad o automatickou optickou inspekci (AOI), rentgenovou inspekci
nebo rizné elektrické testy a méreni. Protoze i tato oblast je pomérmné zndmda,
zameérim se na procesy, které jsou doposud k vidéni ve specializovangj§ich vyrobdch.

V prvnim prfipadé se jednd o rozdélovdni multipanelovych DPS. Ve druhém
pak o selektivni lakovani DPS. Vyse uvedené poradi neoznacuje skuteCny sled téchto
operaci ve vyrobnim procesu, protoze vzdy zdlezi na konkrétni aplikaci. Nékdy je
vyhodnéj§i pracovat pri lakovdni scelym panelem, jindy az sjednotlivymi
rozdélenymi DPS.

Déleni DPS

Existuje mnoho postupU jak ziskat jednotlivé DPS z multipanelu. Vétsinu jich
predurCuje jiz viastni fyzicky ndvrh panelu u konstruktéra. Ten by mél vidy zndat
moznosti a omezeni jednotlivych metod déleni, protoze ndslednd zména byva
zddvodu ceny dost komplikovand. Neocenitelnou pomoci jsou zde praktické
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zkusenosti technologa, ktery znd limity konkrétni dostupné technologie pouzivané
Vv jejich zavodé. Pro firmy zabyvaijici se vyrobou osazovani DPS na zakdzku je situace
komplikovanéjsi, protoze moznost ovlivnit ndvrh multipanelu je skoro nulova.

Nyni tedy jiz k metoddm déleni multipanelu. Pfevazujicim postupem je prdce

s pravouhle predfrézovanymi panely s V-drdzkou. Takto pripravené panely Ize délit i
bez zvldstniho vybaveni prostym odlamovdanim. Rizika spojend s touto operaci jsou
vsak znacnd. Od prelomeni DPS jinak nez jsme chtéli, az po rlznd dalsi skrytd
poskozeni z divodu vyviieného tlaku na soucdstky (pfi viastnim uchopeni v ruce).

Proto se pri snaze o vétsi stabilitu procesu déleni pouzivaiji rizné pripravky a
stroje s délicimi kotouci &i brity, napriklad od firmy CAB. Tento pfistup vyrazné zlepsuje
Rizikem je snaha Seffit mistem pouzitého substratu za kazdou cenou. Vysledkem je
pak nedodrzeni doporuceni pro minimdini vzddlenosti soucdstek od mista déleni.
Protoze pfi vlastnim déleni vznikaiji v substratu pnuti, kterd se Sifi do stran od V drazky
(délici kotouc¢ funguje jako klin), mdze dochdzet az k poskozeni vodivych spoju nebo
i pfimo jednotlivych soucdstek. S narUstajici snahou vse miniaturizovat, dochdaz i k
navrhdm DPS roztodivnych tvard, kde pravouhlé déleni jiz nestadi.

Standardni volbou je pak pouziti predfrézovanych panell s nosnymi mustky.
Tyto Ize opét rozdélovat ruéné, napriklad pomoci vystipdni klestémi, ale se viemi jiz
dfive zminénymi riziky pro rucni déleni. Spravnou volbou je pourziti specializované
frézky na déleni DPS (router). Tato zafizeni existuji v mnoha provedenich od rdznych
vyrobcU, in-line nebo off-line. Existuje mnoho kritérii, kterd jsou dilezitd pro vybér, jako
je napriklad dosahovand presnost, opakovatelnost déleni, celkovy vykon (zahrnujici
nejenom tact time, ale i rychlost zmény mezi délenymi produkty), uzivatelsky komfort
apod. Jednim z kritickych faktord je pak vlastni Cistota déleni. Ve vétsiné pripady
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pracujeme jiz s kompletnimi DPS, které se vzdpéti montuji do findiniho vyrobku. Proto
se nesmi zadnych prach vznikajici pfi déleni dostat na délenou DPS a soucdstky. U
zafizeni, kterd této 100% Cistoty déleni nedosahuji, mizeme samoziejmé zaradit dalsi
operaci - Cisténi. To ale stoji ¢as, v konecném dusledku penize. Tato manipulace
navic zase prindsi dalsi riziko poskozeni. Nejcastéji voleny ofuk stlacenym vzduchem
ndm pak prach rozptyli do okoli, a to opravdu nepotrebujeme.
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Systémy Depanelist firmy MSTECH existuji v rdznych konfiguracich, dle
pozadovanych vykonud jednotlivych zdkaznik(. Vsechny pak pouZzivaii stejny koncept
frézovani shora, s odsavdanim prachu ze spodu, zarucCujici 100% Cistotu délenych DPS.
| proto jsou systémy MSTECH zarazeny na seznam schvdlenych dodavateld (AVL) u
nadndrodnich koncernd jako jsou napfiklad Nokia, Continental, Flextronics apod.
Zarizeni MSTECH pak jako jediné vyuzivaji patentovanou technologii vice vieten
na spolecné drdze. Diky ni pak Ize dosdhnout celkové kapacity stroje, kde ostatni
musi jiz nasadit dvé samostatnd zarfizeni. V pripadé provedeni se dvéma stoly Ize
zpracovavat mimo jiné dva rdzné produktu najednou a tak opét usetiit na celkové
investici do vybaveni.

Selektivni lakovani DPS

Vyroba elektroniky v souCasnosti ovliviiuje vétsinu  konecnych vyrobk(
doddvanych do prodeje. V souCasnosti je uz velmi tézké naqjit néjaky vyrobek, ktery
by UpIné prosty jakékoliv elekironiky. To klade zvysené ndroky na jeji spolehlivost a
odolnost, protoze zdkaznik chce mit vzdy spolehlivy a funk&ni vyrobek, bez ohledu na
to, jak je uvnitt slozity a citlivy na vnéjsi vlivy prostredi.

Proto se stdle Castéji uplatfiuje ochrana elekfronickych sestav pred vnéjsimi
vlivy pomoci lakovdni. Tento postup je provérfen desitkami let zkusenosti, hlavné
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z vojenského primyslu. Ochrana pred vihkosti a prachem je zde zdsadni. Nyni se
stdle vice a vice objevuje i v nasdich vyrobdch. Zde pak dochdzi ke stdle Castéjsim
komplikacim. Drivéjsi postupy mdaceni v laku jsou s ohledem na obrovsky sortiment
poZivanych soucdstek, které se nesmi lakovat, stdle méné pouzitelné. Navic
z dUvodu ruéniho maskovdni pracné. Volbou je pak selektfivni lakovani pomoci
automatu.

Aby takové zafizeni prfindselo efekt, je nutno se zamérit nejen na jednotlive
parametry (rychlost, presnost, prislusenstvi), ale na kompletni proces lakovani. Na
rozdii od SMD osazovacich automatd, které pracuji svelmi exaktnimi 0daji
(soufadnicemi v setindch milimetr(, jasné popsanymi jednotlivymi operacemi dle
druhu soucdstek a jejich definicemi), pohybuji se lakovaci automaty v mnohem
méné definovaném prostredi s obrovskym mnozstvim proménnych.

Laky jednotlivych vyrobcU se lisi v mnoha viastnostech. Stejné tak se na DPS
vyskytuji rizné druhy soucdstek, které rizné slaky reaguji (nejenom chemicky ale i
fyzikdln&). Redéni lakd pred viastnim pouZitim, volba vhodné lakovaci hlavy, jeji
nastaveni atd. predstavuje i pro mnohé zkusené uzivatele stavaijicich systém0 nocni
muoru. V tomto bodé se pak ukazuji zdsadni rozdily ve schopnostech jednotlivych
zafizeni rbznych vyrobcU. Neni nic horsiho, nez uzZivatel ponechany na pospas
slozitému zafizeni, kterému nerozumi.

T,;-;sns

<
TF-450S

Systémy SmartCoating firmy ASI Technologies jsou navrzeny tak, aby dokdzaly
plné pomoci obsluze zviddnout cely proces aplikace laku (nebo i dalsich materidld).
Jiz v z&kladu jsou proto vybaveny tfemi nandsecimi hlavami, pokryvajicimi veskeré
postupy nutné pro spolehlivou a efektivni ochranu DPS. Softwarovd podpora pak
zajistuje opakovatelnost procesu v Case, se zachycenim viivu jednotlivych
proménnych. Samozfejmosti je moznost off-line pfipravy programu a to i v pfipadé,
kdy je k dispozici jen fyzickd osazend DPS, bez soufadnicovych dat.

Pro podrobné&jsi Udaje Ci predvedeni zarizeni v provozu prosim kontaktujte:

PBT Roznov p. R., s.r.o.
tel..+ 420 571 669 311

Lesni 2331
Roznov p.R. 756 61

www.pbt.cz
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Pokroky v rontgenovej technike

Keith Bryant, globalny obchodny riaditef, Nordson Dage
Predseda SMART skupiny UK.

Mnohé z technol6gii pouzivanych v rontgenovych systémoch vo vyrobnej elektronike, v
testovacich laboratoriach a na analyzy poruch tu boli po dihd dobu a takmer vSetky boli
adaptované z technologii pouzivanych v lekarskom odvetvi. Samozrejme jednotkovy objem v
zdravotnictve je ovela vacsi, ale pouzitie je, mierne povedané, trochu odliSné, takze je
mozné povedat, Ze od prvého dna sme robili kompromisy na naSe poZiadavky. Druha
moznost na Specifikovany vyvoj pre relativnhe maly trh bola az do nedavnej doby nevyuZita.

Zacénime s rontgenovou trubicou, uzatvorena tuba bola prvy vyvojovy krok v rongenovej
technoldgii pred viac ako 100 rokmi a je pouZivana dodnes. Dnes ju stale pouZivaju nizko
néakladkové elektronické systémy. Zatial ¢o, ako vidime na obrazku, ostatni vratane muzei
ich zbieraju.

| ﬂ'ﬂ'

kg

Image Coutesy of Grzegorz Jerierski

Tieto tuby maju niekolko obmedzeni pre pouZzitie v naSom priemysel; zva¢Senie a kvalita
obrazu je v poriadku pri rongenovani zlomenej nohy, ale nie uz tak dobré pre zlomené zlate
dréty z priemerom 20 mikrénov. Rovnako aj vyuzitie v naSom priemysle je ovela vy3Sie, a to
vedie k zniZeniu Zivotnosti pri cene 20.000 aZ 40.000 dolarov za novu tubu raz za niekolko
rokov to méze znamenat, Ze nizko nakladovy systém sa rychlo stava velmi drahy na
pouZivanie.

Pred viac ako 50 rokmi dvaja anglicky pani vynasli tubu s niekolkymi vylepSeniami, opat’ pre
zdravotnicky priemysel. Tieto tuby mali mozZnost zmenit cielové oblasti lu¢a (targety), ¢o
prediZilo Zivotnost tuby. Tuba ma volframove vliakno navrhnuté tak, aby sa mohol vymenit' pri
poruche, to predlZuje Zivotnost a zniZuje prevadzkové néklady. Zaroven mala moZznost
zobrazit menSie objekty. AvSak, na dosiahnutie toho bolo potrebné niec¢o obetovat, vakuum
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nebolo hermeticky uzavreté po celu dobu Zivotnosti, muselo byt vytvorené vakuovou pumpou
a tak malo niZSiu uroven. Vymenit vlidkno tieZ znamenalo otvorenie tuby a riziko pripadného
znecistenia “otvorenej tuby". To by spdsobilo iskrenie v tube, ktoré by mohlo poskodit alebo
znicit vysokonapatovy retazec systému. Opat, kedZe to bolo vyvinuté pre zdravotnicky
priemysel, pri pouZiti s vy§$im vykonom bola Zivotnost vldkna zniZzena a navySe elektronicky
priemysel nie je vzdy tak Cisty ako zdravotnicke zariadenie, takze kontaminacia moéze
spdsobit’ velky problém pre spolahlivost a prevadzkové néklady. Tieto tuby su Standardné
pre systémy vySSej Urovne v sucasnej dobe pouzivané pre elektronické aplikacie.

Prva rontgenova tuba Specialne uréena pre elektronicky priemysel bola vyvinuta vo Velkej
Britanii, uzatvorena priepustna tuba (sealed transmissive tube), odvtedy boli predané stovky
a funguju v prestiznych zavodoch po celom svete. Tato tuba ma priepustny target ako
"otvorena tuba", ale je bez vldkna, takZze je bezludrzbova ako uzavretd tuba, ale bez
obmedzenia Zivotnosti a bez zlej kvality obrazu kedZe vakuum v tejto tube je utesnené
priamo v tovarni a je vySSie ako pri nereélnej tube. To umoZziuje ovela vysSiu kvalitu obrazu
pri nizSom vykone a napdati a navySe schopnost vidiet rysy pod 0,5 mikronu a obsahuje
obvody automatickej spatnej vazby pre vynikajacu stabilitu tuby. Jednoducho povedané sa
jedna o prvy dblezity pokrok v rongenovej technolégii za viac ako 50 rokov a prvy hlavny pre
elektronicky priemysel.

Zosilfiovace obrazu maju rovnaké korene, na zaciatku prvé rontgeny pouzivali film a ja som
pocul o firmach, ktoré brali svoje osadené dosky k miestnemu zubarovi na vyhotovenie
snimku! Niektori vyrobcovia rontgenov pouzivaju film na Specifické odliSenie ich systémov, je
to ale nevyladené kedze film ma jemnejSie rozliSenie v porovnani s diskrétnou prvkami CCD
¢ipu digitdlneho detektoru v komeréne dostupnych v zosilfiovacoch. VacéSina spolo¢nosti
vyuziva komeréne dostupné produkty od svetovych vyrobcov, ale tieto nie su Specializovane
pre inSpekciu v elektronike. Jeden alebo dvaja vyrobcovia upravili existujice Standardné
systémy aby ziskali lepSi obraz. Oblastami zaujmu pre zosilfiovace obrazu su kvalita kamery
a objektivu, zakrivenie obrazu a zaSumenie Zivého obrazu. Niektoré spoloénosti ponukajl
moznost velkého zosilhovaca obrazu, aby sa pokusili prekonat’ zakrivenie objektivu pouZzitim
len centréalnej Casti jednotky. Tato moznost je draha a nie priliS UspeSna. VSetky tieto
problémy su prekonané spolo¢nostou, ktord sama vyraba ich 2 Mpixel jednotky a vyvinula
démyselny softvér na kompenzaciu Sumu a zakrivenia objektivu. Opat rieSenie vyvinuté pre
elektronicky priemysel.
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Flat panel systémy boli opat zamerané na zdravotnicky priemysel, takze velkost, pocet
pixelov a kvalita obrazu nebola prili§ vhodna v prvych systémoch alebo sucasnych low-end
systémoch. AvSak niektoré posledné panely si vhodné pre nas priemysel, s ich 1Mpixel
rozliSenim ponukaju celkom prijatelné zobrazenie. AvSak s realnym snimkovanim 4 az 10
snimok za sekundu v porovnani s 25 az 30 pri image intensifiery znamena pomalé snimanie
a zly zivy obraz. DalSia zI4 stranka tejto technolégie je, Ze flat panel je poskodeny radiaciou v
dosledku pouzitia technologie nechraneného Amporphous Silicon detektoru CMOS v
systéme detektoru obrazu. Pre lekarske pouzitie pri nizkom napéti a obéasného pouzivania
to nie je problém, ale v elektronike to znamena vymenu kazdé 2 alebo 3 roky za cenu 25.000
az 35.000 dolarov. KedZe su flat panely vacSie neZ porovnatelne image intensifiery, ma ich
velkost Skodlivy vplyv na vysoké zvacSenie a vacsia velkost pixelu mdze obmedzit’ funkciu
rozliSenia. AvSak nedavny vyvoj viedol k vyvoju 1,3 a 3 Mpx plochych panelov, ktoré nie su
citlivé na radiacné Ziarenie a prave boli zavedené pre elektronicky priemysel. Tieto pracuju
pri 25 snimkoch za sekundu a produkuju vynikajlci Zivy obraz pre naroc¢né aplikacie v
elektronike, vratane novo vynikajucej oblasti pouZitia medenych dratenych prepojok
namiesto pouzitia zlatych v technoldgii suciastok a tam, kde je nutna najrychlejSia presna
kontrola.
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Existuje niekolko dalSich veci potrebnych pre vyborny rontgenovy systém pre elektroniku,
ako je spravne rozloZzenie mechanickych zariadeni pre zaistenie jednoduchého a
bezpecného pouzitie bez rizika poSkodenia vzorky alebo tuby. Systém, ktory je hlboko pod
zakonnymi poziadavkami radia¢nej bezpecnosti kazdej krajiny po celom svete. Velky, lahko
pristupny priestor pre vzorky. Ergonomicky dizajn pre rychle presné ovladanie a prijemné
uzivatelské prostredie na zabezpecenie najlepSich analytickych podmienok a dvere, ktoré
moZno otvorit opakovane bez nebezpelenstva deformacie. Schopnost lahko zistit, kde sa
chyby na osadenej doske nachadzaju bez nutnosti pouZitia laseru alebo kamery. Softvér,
ktory je lahko ovladatelny a jednoduchy na vytvaranie a zmenu automatickej inSpekcie.
Schopnost pokryt vSetky potrebné oblasti elektronickej vyroby, vratane presného a
opakovatelného merania voidov a vynikajlce grafické uzivatelské rozhranie umozZzfujuce
operatorovi vyhodnotenie moznych poruch rychlo a lahko. Pocitacova tomografia (CT alebo
3D) sa taktieZ v poslednej dobe zlepSila. Opat tu technoldgia bola uz isty ¢as a prisla z iného
odvetvia, zatial ¢o tam su Ucelové systémy, ktoré si cenovo nepripustné, niekolko high-end
2D systémov méze byt pouzitych na vytvorenie 3D obrazu. Opéat je tu obmedzenie pre toto
dvojité vyuzitie, ktorym je velkost vzorky, ktorA moéze byt analyzovana. Vdaka tejto
technolégii sa vzorka musi otacat v gontgenovom lG¢i, takze vSetky systémy maju velmi
podobné obmedzenia. AvSak nedavne pokroky v tejto oblasti boli ciefom znizit ¢as
vzorkovania na dve minGty alebo menej. Dalsim klG¢ovym parametrom je vypoétovy vykon
rekonstrukéného systému. Od pouZzitia rovnakého PC ako v rontgenovom systéme, ktory bol
velmi pomaly a zastavil systém a bol pouzivany dlhSiu dobu, sa preSlo na PC s 6 alebo 12
jadrovym procesorom s high-end grafickou kartou, ktor4 dramaticky zniZila rekonstrukéné
¢asy a kvalitu obrazu.
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SMT Info 2/2011 — Normy - JU

NORMY PRO NAVRH DPS
(XML pfistup: IEC 61182,
S0 10303, IPC-2501, ..)

Karel Jurak, jurak@upcmail.cz

TNK 102 = Soucastky a materialy pro elektrotechniku a elektroniku

(SMT Info - BRNO unor 2011

Citované normy

IPC-2501 Definition for Web-Based Exchange of
XML Data (Message Broker)
(eng: 2003)

IEC 61182-2 Vyrobky typu osazené desky
s plosnymi spoji — elektronicky popis a metodika
pfenosu dat - Cast 2: Vieobecné pozadavky
(eng: 2006)

ISO 10303-28 Automatizované primyslové
systémy a integrace - Prezentace dat o vyrobku a
jejich vyména - Cast 28: Metody implementace:
XML zobrazeni schémat a dat jazyka EXPRES,
ve schématech XML
(cz:2008)

[webstds.ipc.org, www.iec.ch, www.iso.org]

XML - eXtensible Markup Language
(rozsiritelny znackovaci jazyk) (Vi

+XML je obecny format pro reprezentaci dat

+XML je éitelny lidmi

*XML je citelny pocitacem

*XML je internacionalizovan (UNICODE)

*XML je nezavisly na platformé

*XML je nezavisly na dodavateli

+XML je schvalen WorldWideWebkonsorciem

(W3C)

+XML neni zadna nova technologie

*XML neni pouze format pro reprezentaci dat
[XML databaze (web: Pokomy MFF)]

XML - je (take) &itelny lidmi
(Priklad 1: Recept)

Recept v XML viz WIKI_CZ:

<Pxml version="1.0" encoding="UTF-8" 7> <!-- Poznamka je nutné pfidat vice receptd. -->
<recept jméno="chleba" cas_pfipravy="3 minut' ¢as_vareni="3 hodiny">
<titulek>Jednoduchy chleba fitulek> <pfisada mnozstvi="3"
jednotka="salky">Mouka</pfisada> <pfisada mnoZstvi="0,25"
Jednotka="unce">Kvasnice</pfisada> <pfisada mnozstvi="1,5" jednotka="salku">Horka
voda</pfisada> <pfisada mnozstvi="1" jednotka="kavova zicka">Sil</prisada>
<instrukee> <krok>Smichejte véechny pfisady dohromady a dobfe prohnétte. </krok>
<krok>Zakryjte thaninou a nechejte hodinu v teplé mistnosti.</krok> <krok>Znovu
prohnéfte, umistéte na plech a pecte v troubé </krok> <finstrukce> </recept>

[XML : cs Wikipedie]

XML - je (take) citelny lidmi (Priklad 2)

LOGISTICKE ZABEZPECEN"

<LogisticHeader>

<Role name = "OEM Accc
= "x3d8rfT}

nt Manager" description = "OWNER" publicKey

07" authority = "CEM purchasing agent"/>

<Enterprise id = "CEM" name = "Design Hous
addressl = "123 Avenue

" code="34567" codeType
t " city = "Bigeity"
"99999-
con" />

" enterpriseRef ="0EM" title =

Manager" email
em,con” phone = "888-555-1212ext123"
roleRef = "OEM Account Manager "/>

Logistic Header»

XML : en Wikipedie]

Aspekty navrhu DPS

2 Tiidy presnosti

2.2 Typy pouzder-

2.2.1 Pouzdra s paskovymi vyvody

2.2.2 Pouzdra BGA

3 Elektromagneticka kompatibilita EMC

4 Soucastky zvysujici spolehlivost DPS

4.1 Blokovaci kondenzatory

4.2 Filtrace vstupu a vystupu na plosném spoji
4.3 Galvanické oddéleni a premosténi

5 Tvorba technické dokumentace

5.1 PoZadavky na provedeni a kvalitu matric a predloh
5.2 Vykresova dokumentace k plosnym spojim
7 Technologie vyroby plosnych spojii

[Google: FEKT, 2008: ,Metody navrhu desek plosnjch spojii’]

26




SMT Info 2/2011 — Normy - JU

Data z navrhu potrebna pro
vyrobu DPS

- Soubory Gerber - jde o "CNC" soubory pro FOTOPLOTR, klery vytvafi filmy pro expozici
Jednotliviich vodivich vrstev, nepajivych masek, masek pro nanéSeni pasty, sita pro sitofisk atp.

- Soubory pro VRTANI - jde o CNC soubory znacné podobné scubordm Gerber

- Soubory pro FREZVANI - podobné soubordm pro vetani, leré popistji opracovani desky -
obrysové frézovén alp.

- Soubory pro sestaveni (neosazené) desky -

- Elektricka databize PROPOJEN], potfebina pro testovani desky.

- Dokumentace - popisuje dlleité prvky desky (napf. umisténi), rozméry, materialy afp.
- Soubor KOMPONENT

Gerber —> ODB++ (Valor Computerized Systems Ltd, Israel)

ODB++ (pieqehidee Xu) Valor Computerized Systems Ltd, Israel

0DB++ s a printed circuit board manufacturing database originally
developed by Valor. It was created to try to bring some order to the
transfer of board data from the designers to the manufacturer. Because
Valor also provides the dominant CAM tool to manfacturers the company
was able to get the major industry players to adopt their praprietary
standard. In recent years ODB++ has become mare open after attempts
by the IPC were made o replace it.

The great majority of PCB design software (layout) can output a valid and
correct ODB++ file. A free ODB++ viewer can be obtained from Valor
(Frontline) that allows one to visualize the data.

The ODB#+ File Structure
ODB++ is not a single "fle" except when transmitting it from one place to another. To send an ODB++
file one first combines the fles/directories into  tarball (this is an old Unix construct) and then zips it
using gzip. However it is also possible to use other zip formats as long as the hierarchy (folder)
structure Is preserved

[0DB++: Google]

GenCAM

IPC-2511A Generic Requirements for
Implementation of Product Manufacturing
Description Data and Transfer Methodology

The GenCAM format is intended to provide
CAD-to-CAM, or CAM-to-CAM

data transfer rules and parameters
related to manufacturing printed
hoards and printed board assemblies

[webstds.ipc.org]

ODB++ /| GenCAM Convergence Project (o)

(historie projektu)

(IPC + NEMI + Valor (Israel)) (National Electronic Manufacturing Initative)

IPC: snaha nahradit Gerber - delsi nez 30 st
IPC D350 vydanav 70" létech
IPC D356 BBT r vydana koncem ‘80’ lét

GenCAM - vivoj zahajen 1997

Valor vyvijel ODB++ (formét, EDA | ECAD =nastroje pro elektronicky navrh, skoleni
zakaznikii cca 5 let)

ODB++ format and Enterprise 3000 DFM software vydan 1997, véetné popisu soucastek

ODB++ format extended again with BOM/AVL information for Trilogy 5000 CAM for
Assembly in 1999,

0DB++(X) XML-based format - vydéno 2000.
Vi3echny hlavni nastroje EDA vyuZivaji dnes rozhrani ODB++ véetné third party
software vendors”.

[Google: ODB++ / GenCAM Convergence Project]

IPC-2581 with Amendment 1

Generic Requirements for
Printed Board Assembly Products Manufacturing

Description Data and Transfer Methodology

Vjsiedek KONVERGENGNIHO projektu - NEMIaIPC

Wl o g P od s b |y
(e loment~{fortfd e by flsy | Gl
fucion Bilet (et (Test /s,

1L

[Google: IPC-2561]

IPC-25XX

IPC-2501 Definition for Web-Based Exchange of XML Data (Message
Broker):2003 (BROKER = zprostfedkovatel, prekupnik)

IPC 2510 Generic Computer Aided Manufacturing Descriptions for Printed
Boards and Printed Board Assembly.

IPC 2576 Prodluct Data eXchange - Sectional Requirements for
Electronics Manufacturing Supply Chain Communication of As-Built
Product Data

IPC 2571 Generic Requirements for Electronics Manufacturing Supply
Chain Communication - Product Data eXchange (PDX):2001

IPC 2577 Prodluct Data eXchange - Sectional Requirements for Supply
Chain Communication of Manufacturing Quality Assessment

IPC 2578 Prodluct Data eXchange - Sectional Requirements for Supply
Chain Communication of Bill of Material and Product Design
Configuration Data

[webstds.ipc.org]

27




SMT Info 2/2011 — Normy - JU

[SO 10303 Automatizované primyslové systémy
aintegrace - Prezentace dat o vyrobku - Cast X:

[SO 10303 Automatizované primyslové systémy a
integrace - Prezentace dat o vyrobku - Cast X

STEP, the Standard for the Exchange of
Product Model Data, is a comprehensive
ISO standard (ISO 10303) that describes
how to represent and exchange digital
product information.

[Google: ISO 10303 ]

1: Prehled a zakladni principy (cz:1994)

11: Automatizované pumyslové systémy a integrace -
Prezentace daf o vyrobku a jejich viména - Cést 11: Metody
popisu: Referenéni manual jazyka EXPRESS (cz,vyd.2:2006)

28: (STEP-XML) Metody implementace: XML zobrazeni schémat
a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML (cz:2008)

210: Aplikacni protokoly: Elektronicka montaz, vzajemné
propojeni a névrh uspofadani (cz: 2003)

212: Aplikacni protokol: Elektrotechnicky navrh a instalace
(cz- 2004)

[UNMZ - CSN online ,pro jedotlivee']

IEC 61182-2 Vyrobky typu osazené desky s plosnymi
spoji - Elektronicky popis a metodika pienosu dat

IEC 61182-2 vyrobky typu osazené desky s plosnymi
spoji - Elektronicky popis a metodika pienosu dat

Specifikuje XML Schema

= Soubor s intelligentnim formatem dat popisuje:

- - neosazené desky s ploSnymi spoji

- - 0sazené desky vCetné

- - podrobnosti pro nastroje,vyrobu, montaz

- - pozadavky na kontrolu

- Vhodné pro prenos dat mezi Gtvarem pro navrh desky a Gtvarem
vyrobnim a montaznim

- Velmi vhodné pro vyrobni cyklus ktery zahrnuje pocitacoveé fizeni
a numericky fizené stroje

- - Lze pouzivat jednotky Britské i Sl

Tne generic format requirements are provided in a series of standards focused
on printed board manufacturing, assembly, and inspection testing.

Generic standard (IEC 61182-2) that contains all the general requirements.
There are four sectional standards that are focused on the XML details
necessary to accumulate information in the single file, that addresses the needs
of the design, fabrication, assembly and test disciplines producing a particular
product.

Sectional standards (IEC 61182-2-1 through IEC 61182-2-4)
paraphrase the important requirements and provide suggested usage and
examples for the topic covered by the sectional standard.

IEC TC 93: Design automation (61182-2)
IEC TC 91: Electronics assembly technology (61162-2-2:201X)
CENELEC: FprEN 61182-2-2:201X

IEC/CDV 61182-2-2 .. -&ast 2-2: Dil&i

pozadavky na implementaci
popisu dat pro vyrobu desek s ploSnymi spoji

IEC 61182-2 Vyrobky typu osazené desky s ploSnymi
spoji - Elektronicky popis a metodika pifenosu dat

IEC/CDV 61182-2-2

Tne generic format requirements are provided in a series of standards focused
on printed board manufacturing, assembly, and inspection testing.

Generic standard (IEC 61182-2) that contains all the general requirements.
There are four sectional standards that are focused on the XML details
necessary to accumulate information in the single file, that addresses the needs
of the design, fabrication, assembly and test disciplines producing a particular
product.

Sectional standards (IEC 61182-2-1 through IEC 61182-2-4)
paraphrase the important requirements and provide suggested usage and
examples for the topic covered by the sectional standard.

|EC/CDV 61182-2-2 .- éast 2-2: Dil&i

pozadavky na implementaci
popisu dat pro vyrobu desek s ploSnymi spoji

1 Scope and object

2 Normative references

3 Requirements

4 General rules

4.1 File Content Descriptions
4.2 Logistic Descriptions

4 3 File History Descriptions

414 Inner Conductive Layers

44 BOM (Bozrd Fabricfon Mtericl) 415 Board Constrcton
4.5 AVL (Board Material Suppliers) 5 Modeling
4 6 Documentation Layers 6 Report generators

4.7 Design for eXcellence (Dfx) Analysis
4.8 Miscellaneous Image Layers

49 Packages and Land Patterns

410 Solder Mask and Legend Layers
411 Drilling and Routing (Tocling) Layers
412 Net List

6.1 Hole Usage Report

6.2 Pad Usage Report

6.3 Conductor Usage Report
7 Reference information
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Informace o inzerci:

Cenik inzertnich sluzeb:

Inzerce v bulletinu

Velikost inzeratu do 1/2 formatu A4 1000,- K&
Velikost inzeratu ve formatu A4 2000,- K&
VloZeni dodanych firemnich materiald  1000,- K&
(bez vyvézani)

Materialy dodavejte, prosim, s maximalnim kontraste ~ m.
Kvalita zve fejnénych inzerat a odpovida kvalit & Vami dodanych podklad .

Materialy, uréené k uverejnéni v bulletinu, nam muzete dodat v tiSténé podobé
(ve formatu A4), na disketé nebo zaslat e-mailem na adresu smtinfo@nextra.cz .

Pripravované akce:

SMT-INFO 04/2011 17.-18. kvéten 2011

e VYROBA DPS
e MATERIALY PRO MONTAZNI TECHNOLOGIE

e POSTUPY CISTENIi DPS

29



BULLETIN ANOTACI
68.¢islo, Brno 15.02.2011
ISSN 1211-6947

Vydava: SMT-info konsorcium
Odborna redakéni rada:

Ing. Jifi Stary
Redaktor:

Marie Méfinska



	SMT_bulletin_68.pdf
	Page 1




